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На сегодняшнийдень для технических помещений, в которых располагаются функционирую.
щие устройстваавтоматики, телемеханикии связи, устанавливаются нормы предельно допустимых
уровней элетромагнтного излучения (ЭМИ) и пожарной безопасности. Для снижения ЭМИ

фушщионирующих устройств до предельно допустимых уровней применяются конструкции, обес-

печивающие ослабление энергии ЭМИ. В целях соблюдениянорм пожарной безопасности матери-
алы, используемыев процессе создания таких конструкций, должны характеризоваться свойством
огнестойкости.

Актуальным на сегодняшний день представляются исследования, связанные с изготовлением
огнестойких конструший элетромагнитных экранов на основе композитных материалов. Основ-
ные преимущества этих материалов: высокая удельная прочность (3500 МПа); высокая жёсткость
(модуль упругости 130—140 — 240 ГПа); высокая износостойкость; высокая усталостная прочность;
на основе композиционных материалов возможно изготовить размеростабильные конструкции;
легкость.

Разработана меголика получения базового модуля для конструкций экранов ЭМИ, которая
включает в себя 11 эгтапов (рисунок 1).  
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Этап 1. Определениетребуемых значенийослабления ЭМИ формируемых конструкций экранов.
Этап 2. Выбор типа пороцужообразного материала (шунгит, перлит), используемого в качестве

наполнителя для формируемои конструкции экрана, либо изготовление смеси на основе указанных
порошкообразныхматуериалов путем их смешивания в определенныхобъемных долях. Такой выбор
зависит от требовании,

предъявляемьэ
к значениям

ослабления
и коэффициента отражения ЭМИ

армируемых конструкции экранов. величение на 10 06. /о
содержания порошкообразного шун—

П…, в смеси приводит к увеличению в среднем на 5 дБ значении ослабления ЭМИ в диапазоне ча-
стот 8—12 ГГц формируемых конструкции экранов ЭМИ. Значения коэффициента передачи при
этом увеличиваютсяв среднем на 4 дБ.

Этап 3. Определение соотношения массы (объема) порошкообразного наполнителяи связующе-
го вещества. Значение соотношения зависит от типа поРошкообразногоматериала, использованно—
го для изготовления наполнителя, а также требовании, предъявляемых к значениям ослабления
ЭМИ формируемой конструкции экрана.

Этап 4. Смешивание наполнителя и связующего веществав смешивающем механизме.
Этап 5. Раскрой металлическойили целлюлозной армирующей подложки, предназначенной для

нанесенияполученного в результате реализации этапа 4 композиционного материала, на фрагменты
размером 5О><50 см. Выбор типа подложки зависит от требований, предъявляемых к значениям
ослабления ЭМИ формируемых конструкций экранов. В случае использования металлической ар—

мирующей подложки для нанесения композиционногоматериала значения ослабления ЭМИ в диа—
пазоне частот 8—12 ГГц формируемыхконструкций экранов будут составлять более 40 дБ, & в слу-
чае использования целлюлознойподложки — от 10 до 30 дБ.

Этап 6. Очищение и обеззараживаниеармирующей подложки.
Этап 7. Нанесение полученного в результате реализации этапа 4 композиционного материала на

армирующуюподложку слоем толщиной 1,5—2 мм.
Этапа 8. Выдерживание в течение 24 ч нанесенного на армирующую псдложку композиционно-

го материала в условиях комнатной температурыдо полного его высыхания.
Этап 9. Проверка качества полученного базового модуля экрана ЭМИ (адгезия порошкообраз—

ного материала со связующим веществом и армирующим полотном, соответствие значений ослаб—
ления ЭМИ сформированногобазового модуля требованиям, предъявляемым к этому параметру).

Этап 10. Повторное нанесение на базовые модули полученного в результате реализацииэтапа 4
композиционногоматериала (при необходимости).

Этап 11. Соединение внахлест полуЧенныхбазовых модулей с помощью эпоксидного клея марки
ЭДП (ТУ 2385-024—75678843—2010). Количество используемых при этом базовых модулей определя-
ется требованиями,предъявляемымик габаритнымразмерам формируемых конструкций экранов.

В зависимости типа порошкообразногонаполнителя, а также соотношения наполнителя и свя-
зУЮЩего вещества удельный вес базового модуля для формирования конструкций экранов ЭМИ,
получаемогосогласно предложенной методике, составляет0,1—О‚6 кг.

Работа выполнена при поддержкеБелорусского республиканского фонда фУНдаментсшьныхис-
следований (грант Т15М-025).
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